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FENNTARTHATÓ ELEKTRONIKA?
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PÉLDA IPARI FENNTARTHATÓSÁGRA
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- Trend: Növekedő e-hulladék mennyiség;

- Bio-alapú hordozók: Lehetséges jövőbeli 

megoldás a műanyagok kiváltására

E-hulladék   /   BIO-hordozók (Soluboard)

ÚTON A ZÖLD ELEKTRONIKA FELÉ

Együttható - VIK Kutatócsoportok Találkozója

- Legyen:

- Bio-forrásból!

- Komposztálható!

- Kompatibilis!

- Cirkuláris! 



KUTATÁSUNK?

• Jelenleg publikált eredmények:

Irodalmi 

példák

EREDMÉNYEINK:

Sustainable printed circuits: a possible path to greener electronics 5/8

PLA/Len szál (FR)

FPGA áramkör

Bal: FR4

Jobb: PLA/Len

(SusDuino)



KARAKTERIZÁCIÓ
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- TanDelta: ötször ala sonyabb  mint a papír alapú 

hordozóknál azok nedvességtartalma miatt  és 

ugyanolyan nagyságrendű  mint az FR  hordozóknál -

Optimalizálással: a hagyományos szubsztrátok

megközelíthetők!

JÓ KOMPROMISSZUM

RF-veszteségek: Papír és PLA/Flax szubsztrátok (5% hiba)

Wi-Fi Antenna klasszifikáció LCA (Life Cycle Analysis)

Thermal and RF Characterization of Novel PLA/Flax Based Biodegradable Printed Circuit Boards

Attila Gé zy  András Csiszár  Pas al Xavier  Ni olas Corrao  Dominique Rauly  Róbert Ková s  

Anna Éva Fehér  Egon Rozs  László Gál  2022 IEEE 24th Electronics Packaging Technology 

Conference (EPTC) Singapore.
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ALKALMAZÁSI TESZTEK – FPGA TEST BOARD

FR4 (top) and PLA/Flax (Bottom) test boards

- Nem  elel meg az Elektronikai Ipari Szövetség 

(IPC) jelenlegi normáinak  Jelenleg  

- A rádió rekven iás területen bebizonyosodott  

hogy ez a szubsztrát jó teljesítménnyel alkalmas 

nagy rekven iás alkalmazásokhoz  például 

antennák gyártásához 

- A jövő kritikus pontja a szubsztrát biológiai 

lebonthatóságának ellenőrzése az aktív 

élettartam alatt 

- A nagysebességű digitális áramkörök tervezése 

az új PLA/flax szubsztrátumhoz igazítható 
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SUMMARY + THANKS!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS: A tanszék munkatársainak!

Grenoble INP: Pascal Xavier, Vincent Grennerat.

Meshlin: Csiszár András

FENNTARTHATÓSÁG!

További kutatómunka és 

iskola ejlesztés a BME-

VIK, valamint az 

Elektronikai Te hnológia 

Tanszék keretein belül  

Közreműködés iparral, 

akadémiával és a többi 

karral.
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SUSTAINABLE ELECTRONICS

Ahogy a Midjourney látja!


